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PROCEDES ELECTROLYTIQUES OU ELECTROPHORETIQUES; APPAREILLAGES A CET
EFFET (électrodialyse, électro-osmose, séparation de liquides par I’ électricité BO1D; usinage du métal par
action d’une forte concentration de courant électrique B23H; traitement de |’ eau, des eaux résiduaires, ou
des eaux d'égout par des procédés éectrochimiques CO2F 1/46; traitement de surface de matériaux
métalligues utilisant au moins un procédé couvert par la classe C23 et au moins un procédé couvert par la
présente classe, C23C 28/00, C23F 17/00; protection anodique ou cathodique C23F; croissance des
monocristaux C30B; par métallisation des textiles DO6M 11/83; décoration des textiles par métallisation
locale D06Q 1/04; méthodes d'analyse éectrochimiques GO1N; dispositifs éectrochimiques de mesure,
d'indication ou d enregistrement GO1R; ééments de circuits électrolytiques, p.ex. condensateurs, HO1G;
générateurs de tension ou de courant é ectrochimiques HO1M) [4]

PROCEDES POUR LA PRODUCTION ELECTROLYTIQUE OU ELECTROPHORETIQUE DE REVETEMENTS;
GALVANOPLASTIE (décoration des textiles par métallisation DO6Q 1/04; fabrication de circuits imprimés par dépot métallique
HO5K 3/18); JONCTION DE PIECES PAR ELECTROLYSE; APPAREILLAGESA CET EFFET [2,6]

Galvanoplastie[2] 3/48 . . dor[2]
Tubes; Anneaux; Corps creux [2] 3/50 . . demétaux du groupe du platine[2]
Fils; Bandes; Feuilles[2] 3/52 . . . caractérisés par les constituants organiques
Miroirs entiérement métalliques [2] utilisés pour le bain [2]
Avrticles perforés ou foraminés, p.ex. tamis 3/54 . . demétaux non prévus dans les groupes C25D 3/04
(C25D 1/10 apriorité) [2] aC25D 3/50[2]
Moules, Masques; Mandrins [2] 3/56 . . daliages[2]
par électrophorése [2] 3/58 . . . contenant plusde 50% en poids de cuivre[2]
de matieres inorganiques [2] 3/60 . . . contenant plusde50% en poids d'étain [2]
Métaux [2] 3/62 . . . contenant plusde 50% en poidsd'or [2]
de matiéres organiques [2] 3/64 . . . contenant plusde50% en poids d argent [2]
Séparation o avec les électrodes des objets formés 3/66 . apartir debainsfondus[2]
par celles-ci [2]

5/00 Dépdtsde métaux par voie électrolytique caractérisés

Composésfacilitant le détachement (2] par le procédé; Prétraitement ou post-traitement des

Jonction de piéces par éectrolyse[6] pieces[2]
5/02 . Dépdts sur des surfaces déterminées [2]
Dépdts de métaux par voie électrolytique; Bains 5/04 . Dépotsavec dectrodes mobiles[2]
uti I\'% [_2] ) . 5/06 Dépbts ala brosse ou au tampon [2]
aparti r de solutions (C25D 5/24 aC25D 5/32 ont 5/08 Dépdts avec déplacement de I’ électrolyte, p.ex.
priorité) [2] dépbts par projection de I’ dectrolyte [2]
de (}hronje (2] ) ) 5/10 . Dépdtsde plusieurs couches du méme métal ou de
apartir des solutions de chrome trivalent [2] métaux différents (pour les paliers C25D 7/10) [2]
Dépdt de chrome noir [2] 5/12 . . aumoinsune couche éant du nickel ou du
caractérisés par les constituants organiques chrome[2]
utilisés pour le bain [2] 5/14 . . . plusieurscouches éant du nickel ou du chrome,
de nickel ou de cobalt [2] p.ex. couches doubles ou triples [2]
apartir de bains contenant des composés 5/16 . Dépbts de couches d épaisseur variable [2]
acétyléniques ou hétérocycliques[2] 5/18 . Dépdtsau moyen de courant modulé, pulsé ou
Composés acétyléniques [2] inversé [2]
Composés hétérocycliques[2] 5/20 . Dépdtsau moyen d' ultrasons[2]
defer [2] 5/22 . Dépbdts combinés avec un traitement mécanique [2]
dezinc[2] 5/24 . Dépots sur des surfaces métalliques auxquelles un
apartir de bains de cyanure [2] revétement ne peut étre facilement appliqué
de cadmium [2] (C25D 5/34 apriorité) [2]
apartir de bains de cyanure [2] 5/26 . . surdessurfacesdefer oud acier [2]
d'éain[2] 5/28 . . surdessurfaces de métaux réfractaires[2]
caractérisés par |es constituants organiques 5/30 . . surdessurfacesde métaux légers[2]
utilisés pour le bain [2] 5/32 . . surdessurfacesd actinides[2]
deplomb [2] 5/34 . Prétraitement des surfaces métalliques arevétir de
caractérisés par |es constituants organiques metaux par voie electrolytique [2]
utilisés pour le bain [2] 5/36 . . deferoudecier[2]
decuivre[2] 5/38 . . demétaux réfractairesou de nickel [2]
apartir de bains de cyanure [2] 5/40 . . . Nickel; Chrome[2]
de métaux légers[2] 5/42 . . demétaux légers[2]
Aluminium[2] 5/44 . . . Aluminium [2]
d'argent [2] 5/46 . . dactinides[2]
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Post-traitement des surfaces revétues de métaux par
voie électrolytique[2]
par traitement thermique [2]
par brillantage ou brunissage [2]
Dépbts de métaux par voie électrolytique sur des
surfaces non métalliques (C25D 7/12 a priorité) [2]
de matiéres plastiques[2]

Dépdts de métaux par voie électrolytique car actérisés
par I'objet arevétir [2]

Fermetures a curseur [2]

Tubes; Anneaux; Corps creux [2]

Fils; Bandes; Feuilles[2]

Miroairs; Réflecteurs[2]

Paliers[2]

Semi-conducteurs[2]

Revétements électrolytiques autrement qu’ avec des
métaux (C25D 11/00, C25D 15/00 ont priorité;
revétements électrophorétiques C25D 13/00) [2]
avec des matiéres organiques [2]
avec des matiéres inorganiques [2]
par des procédés anodiques [2]
par des procédés cathodiques [2]
sur lefer oul'acier [2]
sur les métaux légers[2]

Revétements électrolytiques par réaction de surface,
c. ad. par formation de couches de conversion [2]
Anodisation [2]
deI’aluminium ou de ses alliages [2]
caractérisée par les électrolytes utilisés[2]
contenant des acides inorganiques[2]
contenant des acides organiques [2]
Anodisation en plusieurs étapes, p.ex. dans
différents bains[2]
Production de couches colorées en totdité [2]
Prétraitement [2]
Post-traitement, p.ex. bouchage des pores
(laguage B44D) [2]
Post-traitement électrolytique [2]
pour produire des couches colorées [2]
Post-traitement chimique[2]
de métaux réfractaires ou de leurs alliages[2]
d'actinides ou de leurs alliages [2]
de magnésium ou de ses alliages [2]
de matériaux semi-conducteurs [2]
de métaux ou d' alliages non prévus dans les
groupes C25D 11/04 a C25D 11/32[2]
Phosphatation [2]
Chromatage [2]

Revétements électrophor étiques (C25D 15/00 a
priorité; appareils pour le transport en continu d’ objets
dans les bains B65G, p.ex. B65G 49/00; compositions
pour revétements électrophorétiques C09D 5/44) [2]

avec des matieresinorganiques [2]

avec des matiéeres organiques[2]

polymeres[2]
par polymérisation in situ de monomeres[2]
caractérisés par les additifs utilisés [2]

13/12
13/14
13/16
13/18
13/20
13/22
13/24

15/00

15/02

17/00

17/02
17/04

17/06

17/08
17/10
17/12

17/14
17/16

17/18
17/20
17/22
17/24
17/26
17/28

19/00

21/00

21/02
21/04
21/06
21/08
21/10
21/11

21/12
21/14
21/16
21/18
21/20

21/22

caractérisés par |’ objet revétu [2]
Tubes; Anneaux; Corps creux [2]
Fils; Bandes; Feuilles[2]
utilisant un courant modulé, pulsé ou inversé [2]
Prétraitement [2]
Entretien ou Conduite [2]
Régénération des bains [2]

Production électrolytique ou éectrophor étique de
revétements contenant des matériaux incor por és,
p.ex. particules, “whiskers’, fils[2]
Procédés combinés électrophorétiques et
électrolytiques[2]

Eléments structurels, ou leurs assemblages, des
cellules pour revétement éectrolytique (appareils pour
le transport en continu d’ objets dans les bains B65G,
p.ex. B65G 49/00; dispositifs éectriques, voir les
endroits appropriés, p.ex. HO1B, H02G) [2]
Cuves, Installations s'y rapportant [2]
Cadres ou structures de support extérieursala
cellule[2]
Dispositifs pour suspendre ou porter les objets a
revétir [2]
Claies[2]
Electrodes [2]
Forme ou configuration (C25D 17/14 a
priorité) [2]
pour dépdt au tampon [2]
Appareils pour le revétement électrolytique de petits
objetsen vrac [2]
comportant des récipients fermés[2]
Tonneaux horizontaux [2]
comportant des récipients ouverts [2]
Tonneaux inclinés[2]
Paniers oscillants [2]
comportant des moyens pour déplacer les objets
individuellement atravers |’ appareillage pendant
le traitement [2]

Installations pour opérer desrevétements
électrolytiques[2]

Procédés pour I’entretien ou la conduite des cellules
pour revétement électrolytique[2]
Chauffage ou refroidissement [2]
Enlévement des gaz ou des vapeurs [2]
Filtration [2]
Ringage [2]
Agitation des électrolytes; Déplacement des claies [2]
Utilisation de couches protectrices superficielles sur
les bains électrolytiques [3]
Commande ou régulation (commande ou régulation
en général GO05) [2]
Addition commandée des composants de
|"électrolyte[2]
Régénération desbains [2]
d' électrolytes (C25D 21/22 apriorité) [2]
des solutions de ringage (C25D 21/22 a
priorité) [2]
par échange d'ions[2]
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